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本书是一本专门介绍设计和管理电子项目的参考书。全书分为13章，着重讨论了如何在
电子项目中运行6步骤法。在讨论的过程中，本书地印制电路板的设计需求、如何选择
元件、并行工程和优良的项目管理技术进行了详细的论述。全书结构严谨，内容合理，
通过一个贯穿全书的电子项目案例来描述较为复杂的电子项目设计和管理问题。〕

本书内容新颖，论述清新，是一本电子学方面的优秀书籍。本书不仅可以供具有一定实
践经验的电子工程师参考，还可以作为电子相关专业的教材。
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